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(57)摘要

本发明提供一种多层功分器上下层微带电

路连接结构，包括上层微带电路(1)、下层微带电

路(2)、地板(3)、金属导电柱(4)，冗余铜层电路

(5)。金属导电柱(4)过金属化过孔贯穿所述上层

微电路(1)，地板(3)，下层微带电路(2)，在所述

上层微电路(1)与金属导电柱(4)的连接处上增

加铜冗余电路(5)，在所述下层微带电路(2)与金

属导电柱(4)的连接处下增加铜冗余电路(5)，所

述铜冗余电路(5)增大了金属导电柱(4)与上层

微带电路(1)金属导电柱(4)与下层微带电路(2)

的接触面积。
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1.一种多层功分器上下层微带电路连接结构，包括上层微带电路(1)、下层微带电路

(2)、地板(3)、金属导电柱(4)，冗余铜层电路(5)；金属导电柱(4)过金属化过孔贯穿所述上

层微电路(1)，地板(3)，下层微带电路(2)，其特征在于，在所述上层微电路(1)与金属导电

柱(4)的连接处上增加冗余铜层电路(5)，在所述下层微带电路(2)与金属导电柱(4)的连接

处下增加冗余铜层电路(5)，所述冗余铜层电路(5)增大了金属导电柱(4)与上层微带电路

(1)的接触面积，同时增大了金属导电柱(4)与下层微带电路(2)的接触面积；所述冗余铜层

电路(5)包括连接电路(5-1)、调节电路(5-2)、扩大电路(5-3)，所述连接电路(5-1)与金属

导电柱(4)连接，所述连接电路(5-1)具有圆弧倒角(5-4)改善连接处的不连续性以避免高

次模的产生，所述调节电路(5-2)为一段宽度极窄的铜层电路，所述调节电路(5-2)连接所

述连接电路(5-1)与扩大电路(5-3)，所述扩大电路(5-3)扩大冗余铜层电路与微带电路的

接触面积。
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一种多层功分器上下层微带电路连接结构

技术领域

[0001] 本发明属于微波、天线领域，涉及一种多层功分器上下层微带电路连接结构。

背景技术

[0002] 功率分配器(功分器)将输入信号功率分成相等或不相等的多路输出的一种多端

口微波网络。功分器可以采用多种传输线实现，最常用主要有波导功分器、同轴线功分器及

微带线功分器。波导功分器具有损耗小、功率容量大的优点。但是其传输线结构决定了波导

功分器不易集成、尺寸难以小型化的缺点。同轴线功分器的优点是功率容量大，损耗小，缺

点是输出端驻波比较大且输出端口之间没有隔离度。微带线结构功分器虽然损耗稍大，但

由于其结构紧凑、成本低廉、性能稳定、易于和其他有源器件集成的优点，在雷达系统中有

着非常广泛的应用。

[0003] 然而随着雷达行业的快速发展，对功分器也提出了更高的性能指标和尺寸要求。

在某新型雷达的研制生产中，装配的微带功分器电路具有集成度高﹑体积小，并大规模应用

在有源相控阵天线微波阵列传输系统中。由于该雷达天线功能多，集成度高，并且对尺寸有

着严格的要求，这也使得功分器在保证电性能的同时其尺寸要尽可能的小。多层功分器的

设计可以有效地缩小功分器的尺寸，如图1所示。在传统的多层功分器设计中，金属化孔和

导电柱是连接上层微带电路和下层微带电路的桥梁，金属化过孔和导电柱与上下层微带电

路是否良好接触将直接决定了功分器的性能。但现有的加工工艺很难保证软介质板上的金

属化过孔尺寸。当金属化过孔半径偏大时，金属化过孔不能很好的与导电柱接触从而影响

功分器的性能。当金属化过孔半径偏小时，金属化过孔在装备过程中受到导电柱的挤压时，

过孔的金属表面变得粗糙，导致电路的不连续性增强，从而使得功分器传导损耗增大。为了

解决上述问题，本发明通过在金属化过孔和导电柱与上下层微带电路的连接处增加特定的

冗余铜层电路以保证功分器上下层电路的可靠接触，改善功分器的性能，提高功分器的成

品率。

发明内容

[0004] 本发明的目的是：

[0005] 提高功分器的成品率，有效减少功分器的调试时间。

[0006] 本发明技术方案提供：

[0007] 一种多层功分器上下层微带电路连接结构，包括上层微带电路1、下层微带电路2、

地板3、金属导电柱4，冗余铜层电路5。金属导电柱4过金属化过孔贯穿所述上层微电路1，地

板3，下层微带电路2，在所述上层微电路1与金属导电柱4的连接处上增加冗余铜层电路5，

在所述下层微带电路2与金属导电柱4的连接处下增加冗余铜层电路5，所述冗余铜层电路5

增大了金属导电柱4与上层微带电路1的接触面积，同时增大了金属导电柱4与下层微带电

路2的接触面积。

[0008] 所述冗余铜层电路5包括连接电路5-1、调节电路5-2、扩大电路5-3，所述连接电路
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5-1与金属导电柱4连接，所述连接电路5-1具有圆弧倒角5-4改善连接处的不连续性以避免

高次模的产生，所述调节电路5-2为一段宽度极窄的铜层电路，所述调节电路5-2连接所述

连接电路5-1与扩大电路5-3，所述扩大电路5-3扩大冗余铜层电路与微带电路的接触面积。

[0009] 本发明的优点是：

[0010] (1)提高功分器成品率及性能稳定性。实验结果表面采用本发明与不采用本发明

产品的成品率分别为90％与30％，成品率提高60％。

[0011] (2)有效减少功分器调试时间。统计实验结果表面，采用本发明单个试验件调试时

间由2小时缩短至10分钟。

[0012] (3)本发明设计简单、易于移植。本发明通过在金属化过孔和导电柱与上下层微带

电路的连接处额外增加电路来增强多层电路连接的可靠性，结构简单、设计方法易于移植，

可方便的用于采用多层微带电路所设计的微波器件中。

[0013] (4)本发明易于实现。本发明所使用的金属电路为平面结构，加工过程简单且精度

容易控制，易于实现。

附图说明

[0014] 下面对本发明附图进行说明：

[0015] 图1为多层功分器示意图；

[0016] 图2为微带电路连接结构侧视图；

[0017] 图3为微带电路连接结构俯视图；

[0018] 图4为冗余铜层电路示意图；

[0019] 图5为传统电路连接侧视图；

[0020] 图6为传统电路连接俯视图。

[0021] 其中：

[0022] A：上下层微带电路连接处

[0023] 1：上层微带电路

[0024] 2：下层微带电路

[0025] 3：地板

[0026] 4：金属导电柱

[0027] 5：冗余铜层电路

[0028] 5-1：连接电路

[0029] 5-2：调节电路

[0030] 5-3：扩大电路

[0031] 5-4：圆弧倒角

具体实施方式

[0032] 图1为本次使用的多层功分器示意图，在连接点A处的上、下层微带电路使用金属

化过孔和金属导电柱连接。由于本次设计的功分器的连接点较多，因此多层电路之间的连

接是否可靠对功分器的性能有很大的影响。

[0033] 为了可靠的连接上下层微带电路，本发明使用的电路如图2、图3所示。包括上层微
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带电路1、下层微带电路2、地板3、金属导电柱4，冗余铜层电路5。金属导电柱4过金属化过孔

贯穿所述上层微电路1，地板3，下层微带电路2，其特征在于，在所述上层微电路1与金属导

电柱4的连接处上增加冗余铜层电路5，在所述下层微带电路2与金属导电柱4的连接处下增

加冗余铜层电路5，所述铜冗余电路5增大了金属导电柱4与上层微带电路1的接触面积，同

时增大了金属导电柱4与下层微带电路2的接触面积。所述冗余铜层电路5包括连接电路5-

1、调节电路5-2、扩大电路5-3，所述连接电路5-1与金属导电柱4连接，所述连接电路5-1具

有圆弧倒角5-4改善连接处的不连续性以避免高次模的产生，所述调节电路5-2为一段宽度

极窄的铜层电路，所述调节电路5-2连接所述连接电路5-1与扩大电路5-3，所述扩大电路5-

3扩大冗余铜层电路与微带电路的接触面积。

[0034] 所述增加的冗余铜层电路5在现有的工艺情况下加工精度高，与此同时在装配时

通过上下层基板的固定挤压可以很好的与上下层微带电路连接，有效的提高多层功分器的

成品率。实验结果表明，采用本发明与不采用本发明产品的成品率分别为90％与30％，成品

率提高60％。调试时间有之前的单件2小时缩短到10分钟。很显然，采用本发明有效的提高

了多层功分器的成品率及调试效率。
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